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Precede de brasage de composants electroniques sur un circuit irnprime at circuit hybride obtenu par ce procede. 



(57) Llnvention concerne un procede de bra sage de differents 
types de composants electroniques. avec et sans broches de 
connexion sur un rneme circuit irnprime. 

Ce procede comporte una reduction de la longueur des 
broches de connexion a une valour egale a Tepaisseur du 
circuit irnprime, un maintien des composants a broches sur une 
premiere fsce du circuit un depot de pate a souder sur la 
deuxieme face du circuit au niveau des broches, deux etapes 
de brasage des composants sans broche et une refusion finale 
de la pate a souder. 

Llnventton s'applique notamment aux circuits hybrides obte- 
nus par ce procede. 
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PROCEDE DE BRASAGE DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
SUR UN CIRCUIT 1MPRIME ET CIRCUIT HYBRIDE 
OBTENU PAR CE PROCEDE 



La presente invention conceme un precede de bra sage de 
composants electroniques sur un circuit imprime, ces composants 
pouvant soit comporter des broches de connexion soit etre a 
connexion directe com me par exempie les composants connus sous 
5 Tappeliation anglo-saxonne de "chips", "melf " ou autres. 

Les composants traditionneis comportant des broches de con- 
nexion, par exempie des condensateurs, des resistances ou des 
circuits in teg res, sont disposes sur une premiere face de circuit 
10 imprime de facon a ce que ces broches soient inserees dans des trous 

perces a cet ef f et sur toute l'epaisseur du circuit et leur brasage sur 
le circuit imprime se fait generalement selon un precede ciassique 
de soudure a la vague cfEtain-Plomb par exempie, sur une deuxieme 
face opposee a la premiere* 

15 

Par contre, le brasage des composants a connexion directe 
e'est a dire sans broche de connexion tels que des "chips" ou des 
"chips-carriers" selon la terminologie anglo-saxonne se fait diffe- 
remment II comporte tout d»abord une premiere etape de depot de 

20 plots de pate a souder sur une premiere face du circuit imprime, par 

serigraphie par exempie ; une deuxieme etape de mise en place des 
composants de facon k assurer les connexions sur les plots et enfin 
une troisieme et derniere etape visant a souder 1'ensemble 
composants-circuit imprime. Concernant le brasage des composants 

25 appeles "chips", cette derniere etape est soit une etape de refusion 

de la pSte a souder, au four ou en phase vapeur, pour souder les 
composants au circuit imprime, soit une etape de soudure a la 
vague. 
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En ce qui concerne ies composants ou circuits integres com- 
poses de puces de siiicium mises dans des boitiers, appeles "chip- 
carriers", ieur bra sage sur un circuit imprime est encore plus 
complexe et I'experience montre qu'ii est qua&iment impossible de 
souder de tels composants a connexion directe et des composants a 
broches de connexion sur un mime circuit imprime. Notam merit Je 
passage cfun "chips-carrier" dans une vague de soudure entratne 
systematiquement un risque tres important de court-circuits entre 
les dif f erentes sorties d«un tei composant, qui sont tres proches. 

On peut done constater que le brasage de ces deux types de 
composants, avec et sans broches de connexion, sur le mime circuit 
imprime sera difficile a realiser dans la mesure ou la presence de 
composants a broches de connexion est un obstacle au brasage par 
fusion. En effet, les broches de connexion ayant une longueur 
superieure a ceile des trous dans lesquels elles sont logees et done 
depassant du circuit imprime du cote de la face opposee aux 
composants a broches, elles empSchent toute serigraphie de pEte a 
souder sur cette face. 

Le probleme pose etant celui du brasage de n'importe quel 
composant, a connexion directe ou a broches de connexion sur une 
face cPun circuit imprime, le procede de brasage objet de Invention 
permet de le resoudre s implement. Dans ce but, il est caracterise 
par la succession d'etapes suivantes r 

- une etape de reduction de la longueur des broches de 
connexion des premiers composants a une valeur egale a celle de la 
profondeur des trous pratiques dans la plaquette de circuit imprime ; 

- une etape de fixation des composants a broches de connexion 
sur une premiere face de la plaquette de circuit imprime, les 
broches etant inserees dans les trous prevus a cet effet ; 

- une premiere etape de depot de plots de pSte a souder, sur 
une deuxieme face de la plaquette de circuit imprime opposee a la 
premiere, au niveau des trous comportant les broches, dans le but de 
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les combler ; 

- une deuxieme etape de depot de plots de pSte a souder pour 
la connexion des deuxiemes composants a connexion directe, sur la 
deuxieme face de la plaquette de circuit imprime ; 

- une etape de mise en place de ces composants a connexion 
directe sur les plots de pate a souder 5 

- une etape de refusion des plots de pate a souder. 

D'autres caracteristiques de I'lnvention apparaTtront a la lec- 
ture de la description qui suit, illustree par les figures suivantes 
representant : 

- la figure 1 : un mode de mise en oeuvre du procede selon 
Tinvention ; 

- la figure 2 (a, b, c, d et e) : differentes etapes du procede 
decrit sur la figure 1, cPapres des vues en coupe partielle de 
realisation du circuit imprime. 

Les elements ayant les memes fonctions en vue des memes 
resultats sont references de la mime maniere dans les differentes 
figures. Pour des raisons de clarte des dessins, rechelle reelle n'est 
pas respectee. 

La figure 1 represente un mode de mise en oeuvre du procede 
selon Tinvention, qui sera decrit en liaison avec les figures 2a a e. 

Le but du procede est de braser sur une plaquette de circuit 
imprime a la fois des premiers composants traditionnels, c*est-a-dire 
comportant des broches de connexion, et des seconds composants a 
connexion directe sur une mime plaquette de circuit imprime. Sur 
les differentes figures, on a represente la plaquette de circuit 
imprime en 1, les premiere et deuxieme faces opposees de celle-ci 
en 2 et 3, les composants a broches en * et ieurs broches en 5 et les 
trous perces dans 1'epaisseur de la plaquette en 6. 
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La premiere etape reperee A consiste a raccourcir ia longueur 
des broches 5 de connexion a une vaJeur au plus egale a la 
profondeur des trous 6 pratiques dans la plaquette 1 de circuit 
imprime, com me le montre la figure 2a, de f aeon a eviter qu'elles ne 
depassent sur la deuxieme face 3 de la plaquette 1, opposee a celle 2 
oil sont situes les compos ants 4. En moyenne, cette valeur est egale 
a 1,6 mm* 

La seconde etape reperee B consiste a fixer les composants 
electroniques 4 sur la premiere face 2 de la plaquette, leurs bro- 
ches 5 de connexion etant inserees dans les trous 6 prevus a. cet 
ef fet dans Tepaisseur de la plaquette 1 de circuit imprime ; ces 
composants peuvent etre fixes par collage par exemple, au moyen 
d'une couche d'adhesif , a base de resines epoxy et de. silicone par 
exemple* 

Sur la figure 2b, la couche d T adhesif est reperee par 7. 

La troisieme etape reperee C consiste en un premier depot de 
plots de pate a souder sur la deuxieme face 3 de la plaquette 1 de 
circuit imprime, au niveau des trous 6 de f aeon a les combler* Ce 
premier depot de pate k souder peut etre realise soit par serigra- 
phie, soit par injection de pate au moyen d'un dispenseur, qui est une 
sorte de seringue automatique distribuant une quantite calibree de 
pate. 

Sur la figure 2c, ces plots sont reperes par 8. 

La quatrieme etape reperee D consiste en un deuxieme depot 
de pate a souder, egalement sur la deuxieme face 3 de la pla- 
quette 1, de facon a constituer une premiere etape d'un procede 
classique de bra sage de composants a connexion directe. Ce second 
depot de pate a souder peut se faire par serigraphie par exemple. 
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Les seconds plots sont reperes en 9 sur la figure 2 d. 

La cinquieme etape reperee E est la mise en place preci- 
sement de ces composants a connexion directe, ceux-ci comport ant 
generalement des parties conductrices disposees sous leurs boitiers 
qui sont alors placees au niveau des plots 9 de plte a souder. . 

Sur la figure 2e, ces composants a connexion directe sont 
reperes par 10. 

Ainsi, les seconds composants electroniques sans broche de 
connexion seront deposes sur la face de la plaquette de circuit 
imp rime opposee a celle sur laquelle sont deposes les autres 
composants a broches* 

Enfin, la sixieme et derniere etape reperee F du procede selon . 
1'invention consiste en une refusion de 1'ensemble circuit imprime- 
composants, que ce soit au four ou en phase vapeur par exemple. 

Selon une variante du procede, objet de Tinvention, les etapes 
C et D peuvent ^tre confondues en une seule et m8me etape de 
depot de plots de p&te a souder, en f onction du taux de remplissage 
des trous 6 pratiques dans la plaquette 1 par les broches 5 des 
composants 4. 

Le principal avantage offert par le procede selon 1'invention 
vient du fait que les broches 5 des composants 4 a connexions 
filaires sont reduites de maniere a ne pas depasser sur I'autre face 
de la plaquette 1 de circuit imprime, permettant ainsi le depot de 
pate a souder par serigraphie et par consequent la refusion de la 
pate a souder de ^ensemble compose par le circuit et ses compo- 
sants. GrSce a cette aptitude a la refusion de la pate a souder cPun 
circuit comprenant aussi bien des composants a broches de 
connexion que des composants sans broche, on peut utiliser cette 
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methode de brasage beaucoup plus pratique pour la pose des 
composants complexes, mis dans des boltiers de type "chip-carriers" 
par exemple, que la methode de la soudure a la vague. 

Par ce procede objet de 1'invention, peuvent etre realises des 
circuits hybrides comport ant des composants electroniques avec ou 
sans broches de connexion brases sur deux faces differentes d'une 
plaquette de circuit imprime, noyes dans une resine epoxy polyme- 
risable encapsulant totalement les circuits hybrides. 

L'invention n'est nullement limitee au mode de realisation qui 
vient d'etre decrit, comprenant bien evidemment les equivalents 
techniques des moyens et de leurs combinaisons si eUes sont 
effectuees dans l'esprit de Tinvention et mises en oeuvre dans ie 
cadre des revendications suivantes. 
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REVENDICATIONS 

1. Procede de brasage <fau moins un composant (<0 a bro- 
ches O) de connexion et d'au moins un composant (i0) a connexion 
directe sur une plaquette (1) de circuit imprime comportant des 
trous (6) perces dans toute son epaisseur, caracterise en ce qu'il 
comprend : 

A) - une etape de reduction de ia longueur des broches (5) des 
composants W a une valeur egale a celle de la prof ondeur des trous 
(6); 

B) - une etape de fixation des composants (4) a broches de connexion 
sur une premiere face (2) de la plaquette (1) de circuit imprime, les 
broches (5) etant inserees dans les trous (6) prevus a cet eff et ; 

C) - une premiere etape de depot de plots (8) de pate a souder sur 
une deuxieme face (3) de la plaquette opposee a la premiere (2), au 
niveau des trous (6) ; 

D) - une deuxieme etape de depot de plots (9) de ptte a souder sur la 
deuxieme face 13) de la plaquette, en vue de la connexion des 
composants (10) a connexion directe ; 

E) - une etape de mise en place de ces composants (10) sur les plots 
(9) de p&te a souder ; 

F) - une etape de refusion des plots de pSte a souder. 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que les 
etapes C) et D) de dep6t de pate a souder sont reaiisees simulta- 
nement. 

3. Procede selon la revendication 1 ou ia revendication 2 f 
caracterise en ce que le dep6t de pate a souder de l'etape C) est 
realisee par serigraphie ou par injection au moyen cPun dispenseur. 

Procede selon la revendication 1 ou la revendication 2, 
caracterise en ce que ie depot de pate a souder de l'etape D) est 
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realise par serigraphie* 



5. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que la 
fixation des composants W a broches de connexion, Ibrs de Petape 
B), peut se faire par collage au moyen cfune couche d'adhesif (7). 

6. Circuit hybride comportant des composants W) a broches de 
connexion et des composants (10) a connexion directe rnontes -sur 
plaquette (1) de circuit imprime, caracterise en ce que ces compo- 
sants (4 et 10) sont b rases sur la plaquette par mise en oeuvre du 
procede selon I'une des revendications precedentes. 
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FIGL1 



REDUCTION DE LA LDNGUEUR 
DES BROCHES 



i 



MAINT1EN DES COMPOSANTSA BROCHES 
SUR UNE f" FACE 
DE CIRCUIT I M PRIME 



B 



1 er DEPOT DE PATE A SOUDER SUR LA 2 cme 
FACE DU CIRCUIT IMPRIME AU 
NIVEAU DES TROUS 



2 cmc DEPOT DE PATE 
A SOUDER 



^D 



MISE EN PLACE DES COMPOSANTS |\, 
A CONNEXION DIRECTE 



REFUSION 
DU CIRCUIT 
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